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Seminario “Metalización y Coextrusión de Películas – Tecnologías y Mercados”: Un Éxito

· ‘El seminario nos abrió las puertas a nuevas ideas para desarrollo de productos y soluciones de problemas de calidad en producción...’  

· ‘La sustancia técnica de los tópicos tratados fue de alto nivel aplicativo. Nuestra industria en América Latina necesita de estas sesiones para elevar su competitividad...’ 

· ‘Felicitaciones al expositor Dr. Eldridge Mount por la profundidad y conocimiento teórico y práctico en cada uno de los temas discutidos...’

Así opinaron los asistentes a la 2ª. Edición en América Latina del seminario Metalización y Coextrusión de Películas – Tecnologías y Mercados, acontecido el 21 y 22 de Octubre en el hotel Galería Plaza, Ciudad de México. Más de 40 convertidores de empaques flexibles y usuarios finales apreciaron la claridad conceptos presentados por el Dr. Mount, la diferenciación de los diferentes procesos de Metalización, sus fortalezas y debilidades en producir una película de alta barrera a la luz, humedad y oxígeno, la importancia en la preparación de la superficie del sustrato libre de contaminación y defectos para una buena adherencia del metal. Dr. Mount definió un perfil de las 4 barreras claves en la protección de un alimento. Además, mostró un Mapa de Propiedades de Barrera, señalando la barrera a la luz como la más importante para prevenir rancidez, cambio de textura y pérdida de sabor. También, presentó una correlación gráfica entre la barrera a la luz y la vida de anaquel (shelf life) del alimento empacado.

En Coextrusión, el Dr. Mount habló de las razones de su existencia, apuntando a la industria de alimentos como la fuerza económica para su continuo desarrollo, ilustró en detalle las diferentes tecnologías de adaptadores (Dow, Egan, Black Clawson, Cloeren, EDI), Welex) para combinar materiales poliméricos incompatibles, los cabezales multi-capas para películas sopladas  y planas. Además, revisó la importancia en la selección de polímeros de soporte, materiales de barrera y materiales sellantes o adherentes, descifrando los diferentes tipos que existen de cada uno y su función específica en el empaque final. Dedicó una sesión especial para hablar de reología y las propiedades de flujo en fundido de los materiales termoplásticos, la importancia de ‘igualar’ la curva reológica (viscosidad y velocidad de cizalla  o shear rate) de los materiales para lograr uniformidad de capas y estabilidad de flujo.  También explicó el concepto de instabilidad en multicapas: fractura del fundido, inestabilidad interfacial, ‘melt disturbance’, encapsulación. Presentó una ilustración gráfica de cada fenómeno tanto en el adaptador como en el cabezal del extrusor. 

Las memorias del seminario están disponibles en paquete de libro impreso y CD. Para información, favor contactar: En México, Leticia Jiménez (55.5383-8813, solucion​_es1@hotmail.com). En EUA: Verónica Wiedmann, 630.240-8294,  LatinPack@yahoo.com, www.LatinPack.net.  

Nuestros próximos programas LatinPack en el año 2004:

· Embalajes de Barrera – Tecnología, Mercados y Tendencias (edición I), Marzo 9 y 10 /2004, hotel Galeria Plaza, Ciudad de México, MEXICO
· Embalajes de Barrera – Tecnología, Mercados y Tendencias (edición II),  Abril 20-21, hotel Corobicí, San José, COSTA RICA
· LatinPack 2004,  VIII conferencia anual bilingüe en América Latina sobre conversión de plásticos y empaques, Junio 15 y 16 /2004, hotel Caesar Park – Guarulhos, São Paulo, BRASIL
· Fundamentos de Películas Orientadas de Polipropileno (OPP) – Tecnología y Mercados, Agosto 4 y 5, hotel Galería Plaza, México DF, MEXICO
· Embalajes de Barrera – Tecnología, Mercados  y Tendencias (edición III), Noviembre 20-21 /2004, hotel Caesar Park – Guarulhos, São Paulo, BRASIL





























